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1 Godkendelseskrav for elektronikprodukter

Forord

Folgende emner behandles i dette afsnit:
1.1 Omfang

1.2 Formal

1.3 Klassificering

1.4 Definition af krav

141 Godkendelseskriterier

1.4.1.1 Onskelig

1.4.1.2 Acceptabel

1.4.1.3 Defekt

1.4.1.3.1 Afvigelseshandtering

1.4.1.4 Procesindikator

1.4.1.4.1 Metoder til kontrol af procesindikatorer
1.4.1.5 Kombinerede tilstande

1.4.1.6 Ikke specificerede tilstande

1.4.1.7 Specielt design

1.5 Termer og definitioner

1.51 Orientering af printkort

1.5.1.1 *Primeer side

1.5.1.2 *Sekundeer side

1.5.1.3 Loddesiden (Solder Source Side)
1.5.1.4 Komponentsiden (Solder Destination Side)
1.5.2  *Kold lodning

1.5.3 Elektrisk isolationsafstand

154 Hgjspaending

155 Intrusiv lodning

1.5.6 *Leaching

15.7 Menisk (komponent)

1.5.8  *lkke funktionelt loddeland

1.5.9 Pin-in-Paste

1.5.10  Ledningsdiameter

1.5.11  Omvikling af ledning

1.5.12  Overlapning af ledning

1.6 Eksempler og illustrationer
1.7 Inspektionsmetoder

1.8 Verifikation af dimensioner
1.9 Forstorrelseshjalpemidler

1.10 Belysning
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If a conflict occurs between the
English and translated versions of
this document, the English version
will take precedence.

| tilfeelde af konflikt mellem den
danske og den engelske version,
er det den engelske version der er
galdende.

1.1 Omfang

Denne standard er en samling af visuelle kvalitets
godkendelseskrav for elektronikprodukter.

Denne standard angiver godkendelseskrav i forbindelse
med produktion af elektriske og elektroniske produkter.
Historisk set har standarder for elektronikprodukter
indeholdt en mere omfattende og vejledende beskrivelse
af principper og teknikker. For at fa en bedre forstaelse

for dette dokuments anbefalinger og krav, kan man benytte
denne standard sammen med IPC-HDBK-001, IPC-AJ-820
og IPC J-STD-001.

Standardens kriterier skal ikke bruges til at definere
processer til gennemfgrelse af produktionsprocesser, ej
heller at godkende reparation/modifikation eller sendringer

i kundens produkt. For eksempel medfgrer kriterierne i
forbindelse med fastgerelse af komponenter ved limning
ikke forudseetning/godkendelse/krav om fastggrelse med
lim, ej heller medfarer eksemplet med en leder der er viklet
omkring en terminal med uret godkendelse af/forudsaetning/
krav om, at alle ledere skal omvikles i urets retning.

Brugere af denne standard bar have godt kendskab til
standardens krav og dens anvendelse.

Objektivt vidnesbyrd, som dokumenterer dette kendskab,
bgr ajourfgres. Hvis objektivt vidnesbyrd ikke er
tilgaengeligt, bgr organisationen overveje periodiske
bedgmmelser af personalets feerdigheder med hensyn

til at anvende de visuelle godkendelseskriterier.

IPC-A-610 har kriterier, som ikke er indeholdt i IPC J-STD-
001, f.eks. handtering af elektronikprodukter, mekanisk
montage samt andre krav til workmanship. Tabel 1-1

viser en oversigt relaterede dokumenter.

April 2010 1-1





